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(54) 액정 디스플레이 디바이스를 제조하는 방법

요약

액정 패널의 두 기판 중 하나를 구성하는 대향 기판으로 플라스틱 기판이 사용된다. 이러한 액정 패널을 형성하기 위

해, 플라스틱 기판으로 구성된 대향 기판은 플라스틱 기판상에 공통 전극을 형성하는 단계로부터 대향 기판을 절단하

여 액정 패널 유닛들로 나누는 단계 이전의 단계까지의 단계에서 플라스틱 기판에 대한 지지 기판으로 유리 기판이 

플라스틱 기판에 부착되는 방식으로 제조된다. 따라서, 플라스틱 기판은 유리 기판을 처리하는데 사용될 수 있는 것과

똑같은 방법으로 처리될 수 있다.

대표도

도 1

색인어

액정 디스플레이 디바이스, 유리 기판, 대향 기판, 액정 패널, TFT 기판.

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 제1 실시예를 사용하여 형성되는 액정 패널의 단면도.

도 2는 본 발명의 제1 실시예의 액정 디스플레이 디바이스를 제조하는 방법을 도시하는 제조 공정 흐름도.

도 3은 본 발명의 제2 실시예를 사용하여 형성되는 액정 디스플레이 디바이스의 단면도.

도 4는 본 발명의 제2 실시예의 액정 디스플레이 디바이스를 제조하는 방법을 도시하는 제조 단계 흐름도.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
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100 : TFT 기판

101 : 유리 기판

110 : 오버코트

115 : 액정

116, 216 : 편광기

200 : 대향 기판

201 : 플라스틱 기판

301 : 편광기 겸용 플라스틱 기판

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정 디스플레이 디바이스를 제조하는 방법에 관한 것으로, 보다 자세하게는 액정 패널을 더 가볍고 얇게 

만들기 위하여 플라스틱 기판을 사용하는 액정 디스플레이 디바이스를 제조하는 방법에 관한 것이다.

액정 디스플레이 디바이스의 실질적인 사용에 대해, 특히 액정 디스플레이 디바이스를 사용하는 휴대용 정보 단말 디

바이스나 휴대용 전화기에서, 해결해야 할 주요 문제점 중 하나는 액정 패널을 가볍고 얇게 만드는 것이다.

이러한 문제점을 해결하려는 노력은 유리 기판의 밀도를 감소시키거나 유리 기판의 두께를 얇게 함으로써 활발하게 

이루어져왔다. 유리 밀도가 감소될 때, 유리를 주로 구성하는 이산화실리콘 (SiO 2 )이 실질적으로 유리의 모든 물리

적 특성값을 결정하므로, 유리 밀도를 더 낮추는 기술은 한계에 직면하여 유리 밀도를 더 낮추기 어려워진다. 한편, 플

레이트 기판이 얇아질 때, 유리 기판의 강도가 극단적으로 저하되므로, 제조 라인에서의 설비가 강제로 대폭 변경되

어야 하고, 또한 외부의 힘에 대한 물리적 저항이 낮아지게 된다. 따라서, 유리 기판 두께는 최소치로 기껏해야 0.4 내

지 0.5 mm로 이루어질 수 있다고 한다.

경량으로 얇은 구조를 이루는 액정 패널로는 액정을 구동하기 위한 TFT (Thin Film Transistor)와 같은 액티브 소자

를 사용하지 않는 단순 매트릭스형 단색(simple-matrix-type monochrome) 액정 패널이 예시화된다. 이러한 액정 

패널에서는 매트릭스를 구성하는 재료가 ITO라 칭하여지는 투명 전극 재료로 형성되고 비교적 낮은 온도에서 형성되

므로, 투명 전극 재료가 형성되는 기본 기판으로 플라스틱 기판 등을 사용하는 것이 가능하다. 실제로, 이러한 구성을 

갖는 플라스틱 기판은 휴대용 정보 단말 디바이스 및 휴대용 전화기에서 사용된다.

액정 디스플레이 패널의 경향에서는 최근 휴대용 단말 장비의 성능 개선에 따라 디스플레이 정보로 처리될 수 있는 

정보의 양이 증가되고 있고, 디스플레이되는 영상이 흑백 및 정지 화상에서 칼라 및 이동 화상으로 각각 변하고 있는 

경향이 관찰된다.

그러나, 단순 매트릭스형 액정 디스플레이 디바이스는 액정 구동 모드로 STN (Super Twisted Nematic) 액정 모드

를 사용하므로, 단순 매트릭스형 액정 디스플레이 디바이스는 다음의 불편한 점들을 갖는다. 즉, TN (Twisted Nema

tic) 액정 모드와 TFT를 사용하고 보편적으로 널리 사용되는 노트북형 개인용 컴퓨터 또는 모니터에 사용되는 액티

브 매트릭스형 액정 디스플레이 디바이스와 비교해, 단순 매트릭스형 액정 디스플레이 디바이스는 사용자에게 충분한

화질을 제공하지 못하므로, 계조(gray-scale) 표시가 변형되거나 사용자가 잔상을 느끼게 된다.

상기에 설명된 문제점을 고려하여, 다음의 기술들이 개발되었고, 일본 특허 공개 공보 1999-212116 및 일본 특허 공

개 공보 1997-116158에서 설명된다. 즉, TFT 소자와 같은 액티브 소자들이 플라스틱 기판상에 형성된다. 전자의 

공보 내용에서는 액티브 소자들이 유리 기판상에 형성되고, 이어서 소자들이 위치하는 면에서 플라스틱 기판이 유리 

기판의 표면에 부착되고, 또한 소자들이 위치하지 않는 면에서 유리 기판 일부가 기판의 두께 방향으로 폴리싱 처리

되어 유리 기판을 제거한다. 후자의 공보 내용에서는 액티브 소자들이 0.5 mm 보다 크지 않은 두께를 갖는 유리 기판

또는 플라스틱 기판상에 형성된다. 그러나, 아직까지는 플라스틱 기판을 사용하는 디바이스에서 해결되어야 할 많은 

기술적 문제점이 발견되고, 이러한 디바이스는 값비싼 설비를 요구하므로, 디바이스가 실질적으로 사용되지 않고 있

다.

플라스틱 기판상에 액티브 소자들과 함께 칼라 필터를 갖는 액정 디스플레이 디바이스에서는 칼라 필터가 형성되는 

플라스틱 기판이 열과 용매에 대해 좋지 못한 저항을 나타내므로, 칼라 필터로 사용될 수 있는 색소와 용매가 제한되

어 칼라가 충분하게 재현될 수 없다. 따라서, 다음의 구성과 이점을 갖는 액정 디스플레이 디바이스의 개발이 많이 요

구된다. 즉, 액정 디스플레이 디바이스가 더 얇고 가볍게 형성되고, 또한 칼라 및 액티브 매트릭스 액정 패널이 TN 액

정 모드로 동작하는 경우와 똑같은 방식으로 동작하도록 형성된다.

더욱이, 액정 디스플레이 디바이스를 더 얇고 가볍게 만들도록 플라스틱 기판이 사용되는 경우에서도, 플라스틱 기판

은 열과 용매에 대한 열악한 저항 이외에 쉽게 변형된다는 문제점을 가지므로, 유리 기판이 처리되는 경우와 비교해 

액정 패널을 제조하는 단계에서 플라스틱 기판을 처리하기가 어렵다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제



등록특허  10-0452664

- 3 -

따라서, 본 발명의 목적은 더 얇고 가볍게 액정 패널을 형성할 수 있는 액정 디스플레이 디바이스를 제조하는 방법을 

제공하는 것이다.

본 발명에 따라 액정 디스플레이 디바이스를 제조하는 방법은 다음과 같이 구성된다. 즉, 상기 방법은, 소정의 거리만

큼 서로 떨어져 TFT 기판과 대향하는 TFT 기판 및 대향 기판을 배치하는 단계; 및 TFT 기판과 대향 기판 사이의 공

간을 액체로 채우는 단계를 포함하고, 액정 디스플레이 디바이스는 TFT 기판 및 대향 기판 중 적어도 하나가 플라스

틱 기판으로 구성되도록 구성되고, 상기 방법은 또한 그 사이에 액정을 삽입한 TFT 기판과 대향 기판으로 구성된 조

합된 기판을 절단하여 기판 유닛들로 나누는 기판 분리 단계를 포함하고, 플라스틱 기판의 표면 중 하나는 조합된 기

판을 절단하여 기판 유닛들로 나누는 단계 이전의 단계까지 지지 기판에 의해 지지된다.

상기에 설명된 바와 같이, 플라스틱 기판과 똑같은 두께를 갖는 유리 기판이 액정 패널에 사용되는 경우와 비교해, 액

정 디스플레이 디바이스를 제조하는 방법에서 액정 패널을 구성하는 두 기판들 중 하나로서 플라스틱 기판을 사용함

으로써, 액정 패널이 가볍게 만들어질 수 있다. 더욱이, 플라스틱 기판이 충돌에 대해 유리 기판과 똑같은 저항을 갖도

록 만들어진 경우, 플라스틱 기판의 두께는 유리 기판과 비교해 감소될 수 있으므로, 액정 패널이 더 얇은 두께를 갖도

록 허용한다.

상기에 설명된 방법은 다음의 상세한 구조를 갖는다. 즉, TFT 기판을 제조하는 방법은, 제1 기판상에 박막 트랜지스

터 및 배선을 형성하는 단계; 제1 기판상에 박막 트랜지스터 및 배선을 덮는 보호막을 퇴적하는 단계; 보호막상에 박

막 트랜지스터에 대응하는 칼라층 및 상기 박막 트랜지스터 상을 차광하는 블랙 매트릭스를 형성하는 단계; 보호막상

에 칼라층 및 블랙 매트릭스를 덮는 평탄화막을 퇴적하는 단계; 보호막 및 평탄화막에 박막 트랜지스터의 소스 전극

에 이르는 콘택트 홀을 형성하도록 보호막 및 평탄화막 일부를 개방시키는 단계; 평탄화막상에 소스 전극에 연결되고

콘택트 홀들을 덮는 투명 화소 전극을 형성하는 단계; 평탄화막상에 스페이서를 형성하는 단계; 평탄화막상에 스페이

서 및 투명 화소 전극을 덮는 배향막을 형성하고, 이어서 배향막을 러빙하는 단계; 배향막상에 소정의 영역을 둘러싸

는 봉합재를 형성하는 단계; 및 배향막을 구성하는 봉합재에 의해 둘러싸인 영역으로 액정을 적하하는 단계를 포함하

고, 대향 기판을 제조하는 방법은, 투명 전극으로 제2 기판을 덮고, 상기 제2 기판의 표면 - 상기 제2 기판의 표면은 

상기 투명 전극과 반대측의 상기 제2 기판의 일 면에 위치함 - 에 지지 기판을 접착하는 단계; 및 투명 전극상에 배향

막을 위한 재료를 형성하고, 이어서 배향막을 러빙하는 단계를 포함하고, 액정 디스플레이 디바이스를 제조하는 방법

은, TFT 기판 및 대향 기판의 배향막이 서로 마주 대면하도록 서로 오버랩되게 TFT 기판과 대향 기판을 배치하여, 

대향 기판의 배향막이 TFT 기판의 봉합재 및 스페이서와 접촉하게 하는 단계; TFT 기판 및 대향 기판이 서로에 접

착되게 하도록 봉합재를 경화시켜서, 성형전 패널을 형성하는 단계; 지지 기판으로부터 제2 기판을 제거하는 단계; 성

형전 패널을 절단하여 패널 유닛으로 나누는 단계; 및 패널 유닛을 구성하는 제1 및 제2 기판 중에서 적어도 상기 제1

기판의 표면 - 상기 제1 기판의 표면은 상기 액정의 반대측에 위치함 -에 편광기를 부착하는 단계를 더 포함하고, 지

지 기판은 제2 기판상에 투명 전극을 형성하는 단계 이전에, 상기 제2 기판의 표면- 상기 제2 기판의 표면은 상기 투

명 전극의 반대측에 배치됨 - 에 미리 부착된다.

더욱이, 상기에 설명된 상세 방법은 다음의 추가 구성을 갖는다. 즉, 편광기는 패널 유닛을 구성하는 제1 및 제2 기판 

중에서 적어도 제1 기판의 표면에 편광기를 부착하는 단계에서 제1 기판의 표면- 적어도 상기 제1 기판의 상기 표면

은 상기 액정의 반대측에 위치함 -에만 부착되고, 제2 기판은 편광기 겸용 플라스틱 기판으로 형성된다.

상기에 설명된 바와 같이, 제1 및 제2 기판 중에서 제2 기판으로 편광기와 플라스틱이 접합된 기판을 사용하면, 유리 

기판을 사용하여 이루어질 수 있는 것 보다 더 얇은 제2 기판을 형성하는 것이 가능해지고, 그에 의해 액정 패널을 더 

얇게 형성할 수 있다.

발명의 구성 및 작용

본 발명의 제1 실시예는 도 1을 참고로 설명된다. 도 1은 기판에 수직으로 TFT 기판상에서 TFT를 정확히 통과하는 

평면을 따라 절단된 액정 패널의 단면도이다.

도 1에 도시된 바와 같이, 칼라 필터(108) 및 블랙 매트릭스(109)는 노광 등을 통해 TFT상에 형성되고, 화소 전극(1

12) 및 원주형 스페이서(113)는 오버코트(110)를 통해 칼라 필터 및 블랙 매트릭스상에 형성되어, TFT 기판(100)을

형성한다. TFT 기판(100)과 대향하는 대향 기판(200)은 플라스틱 기판(201)상에 대향 전극(212)을 형성함으로써 

형성된다.

플라스틱 기판(201)의 사용으로, 플라스틱 기판(201)과 똑같은 두께를 갖는 유리 기판이 사용되는 경우와 비교해, 액

정 패널이 가벼워질 수 있다. 더욱이, 플라스틱 기판(201)이 충돌에 대해 유리 기판과 똑같은 저항을 갖도록 만들어지

는 경우, 플라스틱 기판의 두께는 유리 기판과 비교해 감소될 수 있으므로, 액정 패널이 더 얇은 두께를 갖도록 허용한

다.

TFT 기판(100)의 유리 기판(101)상에는 비결정질 실리콘 (a-Si)층(104)이 형성된다. a-Si층(104)상에는 칼라 필터

(108) 및 블랙 매트릭스(109)가 형성되고, 또한 칼라 필터 및 블랙 매트릭스를 덮는 오버코트(110)가 형성된다. 또한,

오버코트(110)에 형성된 콘택트 홀(111)에는 투명 금속으로 구성된 화소 전극(112)이 형성된다. 상기에 설명된 막들

을 갖는 TFT 기판(100)은 원주형 스페이스(113)를 통해 대향 기판(200)과 마주 대하여 배치되면서, 대향 기판으로

부터 수 미크론 미터의 길이로 떨어져 공간을 두고 TFT 기판(100)과 대향 전극(200) 사이에 액정(115)을 삽입한다.

상기에 설명된 바와 같이 구성되는 액정 패널에서는 플라스틱 기판(201)이 폴리카보네이트 (polycarbonate), 폴리에

테르술폰 (polyethersulfone), 폴리아릴레이트 (polyarylate) 등으로 구성된다. 플라스틱 기판(201)이 그와 똑같은 

두께를 갖는 유리 기판 보다 더 작은 무게를 나타내므로, 액정 디스플레이 디바이스는 더 가벼워질 수 있다. 더욱이, 

플라스틱 기판이 충돌에 대해 유리 기판과 똑같은 저항을 갖도록 만들어지는 경우, 플라스틱 기판의 두께는 유리 기
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판과 비교해 감소될 수 있으므로, 액정 패널이 더 얇은 두께를 갖도록 허용한다.

본 실시예의 플라스틱 기판(201)을 사용하는 대향 기판은 도 2에 도시된 제 조 공정을 통해 패널에 조립된다. 대향 기

판으로 플라스틱 기판을 갖는 액정 패널을 제조하는 한가지 예시화된 방법은 도 1을 참고로 설명된다.

먼저, TFT 기판(100)에서는 게이트 전극(102), 게이트 절연막(103), a-Si층(104), 데이터선(105)과 소스 전극(106),

비활성막(107), 칼라 필터(108), 블랙 매트릭스(109), 오버코트(110), 콘택트 홀(111), 및 투명 금속으로 구성된 화소

전극(112)이 순차적으로 유리 기판(101)상에 형성된다.

TFT 기판(100)에서는 화소 전극(112)을 형성하기 이전에, 감광성 아크릴 수지로 구성된 칼라 레지스트가 균일한 막 

두께를 갖는 칼라 레지스트를 형성하도록 스핀 코팅 방법 또는 프린팅 방법을 사용하여 인가되고, 이어서 각 칼라에 

대해 노광, 현상, 및 가열이 실행되어 소정의 위치에 순차적으로 칼라 필터(108)를 형성한다.

이어서, 감광성 아크릴 수지로 구성된 블랙 레지스트가 칼라 레지스트와 유사한 코팅 방법을 사용하여 소정의 영역에

코팅되고 패턴화되어 블랙 매트릭스(109)를 형성한다.

이어서, 감광성 아크릴 수지로 구성된 오버코트(110) (유기 층간 절연막)로 투명 레지스트가 칼라 레지스트와 유사한

코팅 방법을 사용하여 소정의 영역에 코팅되고, 소스 전극(106)에서 비활성막(107)과 함께 오버코트(110) 일부를 개

방하여 콘택트 홀(111)이 형성된다. 투명 금속으로 구성되는 화소 전극(112)은 화소 전극(112)과 소스 전극(106)을 

서로 연결시키도록 콘택트 홀(111)을 덮게 형성된다.

더욱이, 오버코트(110)에는 패널의 형성에 필요한 갭과 실질적으로 똑같은 막 두께를 갖는 감광 아크릴 수지가 코팅

되어, 60 내지 120℃의 온도에서 일시적으로 가열되고, 수지에 소정의 패턴을 형성하도록 마스크를 사용하여 노광된

다. 이어서, 노광된 수지는 현상되고, 소정의 프로파일을 갖는 원주형 스페이서(113)를 형성하도록 200 내지 250℃

의 온도에서 가열된다.

이후에는 대향 기판(200)을 제조하는 방법이 설명된다.

먼저, 0.1 내지 0.7 mm의 막 두께를 갖는 플라스틱 기판(201)이 접착 결합, 음압력 흡착 (플라스틱 기판을 흡착시키

도록 음압력을 발생하는 방법) 등에 의해 0.4 내지 1.1 mm (도시되지 않은)의 플레이트 두께를 갖는 유리 기판에 고

정된다. 유리 기판의 두께는 플라스틱 기판이 유리 기판에 부착된 이후에 유리 및 플라스틱 기판의 총 두께가 제조 공

정의 수정을 요구하지 않도록 옵션으로 선택된다. 더욱이, 유리 기판과 플라스틱 기판이 서로 부착될 때, 스핀 코팅, 

프린팅 방법 등에 의해 접착제가 위치하여야 하는 면의 유리 기판 표면에는 자연 고무계 접착제, 아크릴 접착제, 합성 

고무계 접착제, 실리콘계 접착제와 같은 재료 그룹에서 선택된 봉합제 또는 셀로판 테이프와 같이 재 박리 가능한 감

압형 접착제가 적용되고, 이어서 플라스틱 기판(201)이 유리 기판에 부착된다. 실리콘 등은 나중 단계에서 실행되는 

박리가 용이하게 실행되도록 접착제가 위치하여야 하는 플라스틱 기판(201)의 표면에 도포될 수 있음을 주목한다. 더

욱이, 유리 기판과 플라스틱 기판(201)은 똑같은 면적을 갖도록 요구되지 않고, 플라스틱 기판(201)은 나중 단계에서

실행되는 박리가 용이하게 실행되도록 유리 기판 보다 약간 더 커질 수 있다.

이어서, 플라스틱 기판(201)상에는 진공 스퍼터링을 실행함으로써, 또는 플라스틱 기판(201)에 ITO 입자 등을 포함

하는 투명 레지스트를 도포함으로써 투명 금속으로 구성된 공통 전극(212)이 형성된다. 이 경우, 퇴적되거나 도포된 

막을 비결정질 상태에서 결정질 상태로 변환하는 열처리는 막의 상태에 관계없이, 즉 막 형성 전후에 플라스틱 기판(

201)의 열저항 온도 보다 높지 않은 온도에서 실행된다.

이어서, 패널의 제조 단계에서 TFT 기판(100)과 대향 기판(200)을 조립하는 방법이 설명된다.

먼저, 배향막을 위해 폴리이미드 (polyimide) 등으로 구성된 재료가 프린팅, 코팅 등에 의해 소정의 막 두께를 갖는 

소정의 영역에 균일하게 도포되어 가열되고, 소정의 면적은 각각 액정이 위치하는 면, 보다 상세히 화소 전극(112)과 

공통 전극(212)이 위치하는 면에 있는 TFT 기판(100)과 대향 기판(200)의 표면이다. 이 경우에는 플라스틱 기판(20

1)에 대해 적어도 플라스틱의 열저항 온도 보다 높지 않은 온도에서 가열 처리가 실행된다.

이어서, 일정한 방향으로 액정을 정렬하기 위해, 각 기판의 표면에 형성된 배향막의 재료들이 헝겊 등으로 문질러져 

배향막(114)을 형성한다 (러빙 처리).

이후에, 자외선 경화형의 봉합재가 디스펜서 (dispenser) 방법에 의해 TFT 기판(100)상에 그려지고, 적하 기술을 사

용하여 액정을 주입함으로써 봉합재로 둘러싸인 영역에 액정(115)이 채워진다. 비록 본 실시예에서는 봉합이 TFT 

기판(100)상에 형성되고 액정(115)이 봉합재로 둘러싸인 영역에 채워지는 예가 설명되지만, 그 방법은 이러한 예에 

제한되지 않아, 봉합재가 대향 기판(200)에 형성되고 액정(115)이 봉합재에 의해 정의된 영역에 채워질 수 있다.

이어서, 대향 기판(200)은 액정(115)이 채워진 TFT 기판(100)과 오버랩되어 배치되고, 봉합재를 경화시키도록 대향

기판(200) 측으로부터 봉합 부분에 자외선이 조사된다.

이후에는 다음의 방식으로 플라스틱 기판(201)에 부착된 유리 기판이 플라스틱 기판(201)으로부터 제거된다. 즉, 유

리 기판이 접착에 의해 플라스틱 기판(201)에 고정된 경우, 유리 기판의 끝 부분과 플라스틱 기판(201)의 끝부분이 

서로 반대 방향으로 서로 떨어지는 방식으로 플라스틱 기판(201)으로부터 유리 기판이 제거되고, 그 동작은 셀로판 

테이프와 봉합재를 박리할 때 관찰될 수 있는 것과 유사한 동작이 된다. 한편, 유리 기판이 음압력 흡착에 의해 플라스

틱 기판(201)에 고정된 경우, 유리 기판과 플라스틱 기판(201)은 비파괴적인 방식으로 음압력을 대기압 상태로 놓아 

서로 떨어지게 한다. 이후에, 서로 부착된 TFT 기판(100)과 대향 기판(200)으로 구성된 기판은 특정한 크기의 기판

으로 절단되고, TFT 기판을 위한 편광기(116) 및 대향 기판을 위한 편광기(216)가 기판의 대향 표면의 반대면에서 

기판의 표면에 각각 부착되어, 액정 패널의 형성을 완료한다. 비파괴적인 방식으로 플라스틱 기판에서 제거된 유리 

기판은 유리 기판의 표면을 청소한 이후에 재사용될 수 있음을 주목한다. 이 경우, 유리 기판에 부착된 접착제 등은 알

콜계 또는 석유계 유기 용매를 사용하여 제거된다.

상기에 설명된 바와 같이, 플라스틱 기판(201)으로 구성된 대향 기판(200)의 형성을 완료한 제조 단계에 따라, 플라

스틱 기판(201)에 공통 전극을 형성하는 단계에서 대향 기판(200)을 액정 패널 유닛으로 절단하여 나누는 단계 이전
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의 단계까지의 범위에 있는 단계에서, 유리 기판은 플라스틱 기판에 대한 지지 기판으로 플라스틱 기판에 부착된다. 

따라서, 액정 패널을 제조하는 단계에 악영향을 주는 플라스틱 기판의 구부러짐이 방지될 수 있고, 그에 의해 유리 기

판을 처리하는데 사용될 수 있는 것과 똑같은 방식으로 플라스틱 기판이 처리되도록 허용한다.

본 발명의 제2 실시예는 도 3 및 도 4를 참고로 설명된다.

비록 제1 실시예에서는 기판을 액정 패널로 절단하여 나누는 처리 이후에 편광기가 플라스틱 기판에 부착되지만, 제2

실시예는 편광 기능이 플라스틱 기판에 미리 주어지는 액정 패널을 제조하는 방법을 설명한다.

편광 기능을 갖는 플라스틱 기판(301) (이후 편광기 겸용 플라스틱 기판(301)이라 칭하여지는)을 사용하는 도 3에 도

시된 본 실시예의 대향 기판(300)은 도 4에 도시된 단계 흐름도에 따라 패널에 조합된다. 예시화된 방법은 이후 상세

히 설명된다. CF-on-TFT 기판(100)를 제조하는 방법은 제1 실시예와 똑같으므로, 그 설명은 생략됨을 주목한다.

먼저, 0.1 내지 0.7 mm의 막 두께를 갖는 편광기 겸용 플라스틱 기판(301)은 접착 결합, 음압력 흡착 (플라스틱 기판

을 흡착시키도록 음압력을 발생하는 방법) 등에 의해 0.4 내지 1.1 mm의 플레이트 두께를 갖는 유리 기판에 고정된

다. 유리 기판의 두께는 편광기-플라스틱 부착 기판이 유리 기판에 부착된 이후에 유리 및 플라스틱 기판의 총 두께가

제조 단계의 수정을 요구하지 않도록 옵션으로 선택된다. 더욱이, 유리 기판과 편광기-플라스틱 부착 기판이 서로 부

착될 때, 스핀 코팅, 프린팅 방법 등에 의해 접착제가 위치하여야 하는 면의 유리 기판 표면에는 자연 고무계 접착제, 

아크릴 접착제, 합성 고무계 접착제, 실리콘계 접착제와 같은 재료 그룹에서 선택된 봉합제 또는 셀로판 테이프와 같

이 재박리 가능한 감압형 접착제 (박리가 용이한 감압형 접합제)가 도포되고, 이후에 편광기 겸용 플라스틱 기판(301)

이 유리 기판에 부착된다. 실리콘 등은 나중 단계에서 실행되는 박리가 용이하게 실행되도록 접착제가 위치하여야 하

는 편광기 겸용 플라스틱 기판(301)의 표면에 도포될 수 있음을 주목한다. 더욱이, 유리 기판과 편광기 겸용 플라스틱

기판(301)은 똑같은 면적을 갖도록 요구되지 않고, 편광기 겸용 플라스틱 기판(301)은 나중 단계에서 실행되는 박리

가 용이하게 실행되도록 유리 기판 보다 약간 더 커질 수 있다.

이어서, 편광기 겸용 플라스틱 기판(301)상에는 진공 스퍼터링을 실행함으로써, 또는 편광기 겸용 플라스틱 기판(30

1)에 ITO 입자 등을 포함하는 투명 레지스트를 도포함으로써 투명 금속으로 구성된 공통 전극(312)이 형성된다. 이 

경우, 퇴적되거나 도포된 막을 비결정질 상태에서 결정질 상태로 변환하는 열처리는 막의 상태에 관계없이, 즉 막 형

성 전후에 편광기 겸용 플라스틱 기판(301)의 열저항 온도 보다 높지 않은 온도에서 실행된다.

이어서, 패널의 제조 단계에서 TFT 기판(100)과 대향 기판(300)을 조립하는 방법이 설명된다.

먼저, 배향막을 위해 폴리이미드 등으로 구성된 재료가 프린팅, 코팅 등에 의해 소정의 막 두께를 갖는 소정의 영역에

균일하게 도포되어 가열되고, 소정의 면적은 각각 액정(115)이 위치하는 면, 보다 상세히 화소 전극(112)과 공통 전

극(312)이 위치하는 면에 있는 TFT 기판(100)과 대향 기판(300)의 표면이다. 이 경우에는 편광기 겸용 플라스틱 기

판(301)에 대해 적어도 플라스틱의 열저항 온도 보다 높지 않은 온도에서 가열 처리가 실행된다.

이어서, 일정한 방향으로 액정(115)을 정렬하기 위해, 각 기판의 표면에 형성된 배향막의 재료들이 헝겊 등으로 문질

러져 배향막(114)을 형성한다 (러빙 처리).

이후에, 자외선 경화형의 봉합재가 디스펜서 방법에 의해 TFT 기판(100)상에 그려지고, 적하 기술을 사용하여 액정(

115)을 주입함으로써 봉합재로 둘러싸인 영역에 액정(115)이 채워진다. 비록 본 실시예에서는 봉합이 TFT 기판(100

)상에 형성되고 액정(115)이 봉합재로 둘러싸인 영역에 채워지는 예가 설명되지만, 그 방법은 이러한 예에 제한되지 

않아, 봉합재가 대향 기판(300)에 형성되고 액정(115)이 봉합재에 의해 정의된 영역에 채워질 수 있다.

이어서, 대향 기판(300)은 액정(115)이 채워진 TFT 기판(100)과 오버랩되어 배치되고, 봉합재를 경화시키도록 대향

기판(300) 쪽으로부터 봉합 부분에 자외선이 조사된다.

이후에는 다음의 방식으로 편광기 겸용 플라스틱 기판(301)에 부착된 유리 기판이 편광기 겸용 플라스틱 기판(301)

으로부터 제거된다. 즉, 유리 기판이 접착에 의해 편광기 겸용 플라스틱 기판(301)에 고정된 경우, 유리 기판의 끝 부

분과 편광기 겸용 플라스틱 기판(301)의 끝부분이 서로 반대 방향으로 서로 떨어지는 방식으로 편광기 겸용 플라스틱

기판(301)으로부터 유리 기판이 제거되고, 그 동작은 셀로판 테이프와 봉합재를 박리할 때 관찰될 수 있는 것과 유사

한 동작이 된다. 한편, 유리 기판이 음압력 흡착에 의해 편광기 겸용 플라스틱 기판(301)에 고정된 경우, 유리 기판과 

편광기 겸용 플라스틱 기판(301)은 비파괴적인 방식으로 음압력을 대기압 상태로 놓아 서로 떨어지게 한다. 이후에, 

서로 부착된 TFT 기판(100)과 대향 기판(300)으로 구성된 기판은 특정한 크기의 기판으로 절단되고, TFT 기판을 

위한 편광기(116) 및 대향 기판을 위한 편광기(216)가 기판의 대향 표면의 반대면에서 기판의 표면에 각각 부착되어,

액정 패널의 형성을 완료한다. 비파과적인 방식으로 편광기 겸용 플라스틱 기판에서 제거된 유리 기판은 유리 기판의

표면을 청소한 이후에 재사용될 수 있음을 주목한다. 이 경우, 유리 기판에 부착된 접착제 등은 알콜계 또는 석유계 

유기 용매를 사용하여 제거된다.

또한, 본 실시예에서는 액정 패널을 제작하는 단계에 악영향을 주는 편광기 겸용 플라스틱 기판의 구부러짐이 방지될

수 있고, 그에 의해 유리 기판을 처리하는데 사용될 수 있는 것과 똑같은 방식으로 편광기 겸용 플라스틱 기판이 처리

되도록 허용한다.

지금까지 설명된 바와 같이, 본 발명의 액정 디스플레이 디바이스를 제조하는 방법에 따라, TFT 및 칼라 필터가 액티

브 매트릭스 기판에서 유리 기판상에 형성되고, 공통 전극이 기판으로 편광기 겸용 플라스틱 기판을 사용하는 대향 

기판에 서 편광기 겸용 플라스틱 기판상에 형성된다. 이 경우, 액정 패널의 대향 기판으로 편광기 겸용 플라스틱 기판

을 사용하는 대향 전극의 형성을 완료하는 제조 단계에 따라, 편광기 겸용 플라스틱 기판에 공통 전극을 형성하는 단

계에서 대향 기판(200)을 액정 패널 유닛으로 절단하여 나누는 단계 이전의 단계까지의 범위에 있는 단계에서, 유리 

기판은 편광기 겸용 플라스틱 기판에 대한 지지 기판으로 편광기 겸용 플라스틱 기판에 부착된다. 따라서, 액정 패널

을 제조하는 단계에 악영향을 주는 편광기 겸용 플라스틱 기판의 구부러짐이 방지될 수 있고, 그에 의해 유리 기판을 

처리하는데 사용될 수 있는 것과 똑같은 방식으로 편광기 겸용 플라스틱 기판이 처리되도록 허용한다.



등록특허  10-0452664

- 6 -

발명의 효과

본 발명에 의하면, 더 얇고 가볍게 액정 패널을 형성할 수 있는 액정 디스플레이 디바이스를 제조하는 방법이 제공된

다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
액정 디스플레이 디바이스를 제조하는 방법에 있어서,

TFT 기판 및 소정의 거리만큼 서로 떨어져 상기 TFT 기판과 대향하는 대향 기판을 배치하는 단계; 및

상기 TFT 기판과 상기 대향 기판 사이의 공간을 액정으로 채우는 단계

를 포함하고,

상기 액정 디스플레이 디바이스는 상기 TFT 기판 및 상기 대향 기판 중 적어도 하나가 플라스틱 기판으로 이루어지

도록 구성되고, 상기 방법은 그 사이에 상기 액정을 삽입한 상기 TFT 기판과 상기 대향 기판으로 구성된 조합된 기판

을 절단하여 기판 유닛들로 나누는 기판 분리 단계를 더 포함하도록 구성되고,

상기 플라스틱 기판의 표면들 중 하나는 상기 조합된 기판을 절단하여 기판 유닛들로 나누는 기판 분리 단계 이전의 

단계까지 지지 기판에 의해 지지되는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 디바이스 제조 방법.

청구항 2.
제1항에 있어서,

상기 TFT 기판을 제조하는 방법은,

제1 기판상에 박막 트랜지스터 및 배선을 형성하는 단계;

상기 제1 기판상에 상기 박막 트랜지스터 및 상기 배선을 덮는 보호막을 퇴적하는 단계;

상기 보호막상에 상기 박막 트랜지스터에 대응하는 칼라층 및 상기 박막 트랜지스터 상을 차광하는 블랙 매트릭스를 

형성하는 단계;

상기 보호막상에 상기 칼라층 및 상기 블랙 매트릭스를 덮는 평탄화막을 퇴적하는 단계;

상기 보호막 및 상기 평탄화막에 상기 박막 트랜지스터의 소스 전극에 이르는 콘택트 홀을 형성하도록 상기 보호막 

및 상기 평탄화막 일부를 개방시키는 단계;

상기 평탄화막상에 상기 소스 전극에 연결되고 상기 콘택트 홀들을 덮는 투명 화소 전극을 형성하는 단계;

상기 평탄화막상에 스페이서를 형성하는 단계;

상기 평탄화막상에 상기 스페이서 및 상기 투명 화소 전극을 덮는 배향막을 형성하고, 상기 배향막을 러빙(rubbing)

하는 단계;

상기 배향막상에 소정의 영역을 둘러싸는 봉합재(seal material)를 형성하는 단계; 및

상기 배향막을 구성하는 상기 봉합재에 의해 둘러싸인 상기 영역으로 액정을 적하(dropping)하는 단계

를 포함하고,

상기 대향 기판을 제조하는 방법은,

투명 전극으로 제2 기판을 덮고, 상기 제2 기판의 표면 - 상기 제2 기판의 표면은 상기 투명 전극과 반대측의 상기 제

2 기판의 일 면에 위치함 - 에 지지 기판을 접착하는 단계; 및

상기 투명 전극상에 배향막을 위한 재료를 형성하고, 상기 배향막을 러빙하는 단계

를 포함하고,

액정 디스플레이 디바이스를 제조하는 상기 방법은,

상기 TFT 기판 및 상기 대향 기판의 상기 배향막들이 서로 마주 대면하도록 서로 오버랩되게 상기 TFT 기판과 상기

대향 기판을 배치하여, 상기 대향 기판의 상기 배향막이 상기 TFT 기판의 상기 봉합재 및 상기 스페이서와 접촉하게 

하는 단계;

상기 TFT 기판 및 상기 대향 기판이 서로 접착되도록 상기 봉합재를 경화시켜서, 성형전 패널(semi-completed pan

el)을 형성하는 단계;

상기 지지 기판으로부터 상기 제2 기판을 제거하는 단계;

상기 성형전 패널을 절단하여 패널 유닛들로 나누는 단계; 및

상기 패널 유닛을 구성하는 상기 제1 및 제2 기판 중에서 적어도 상기 제1 기판의 표면 - 상기 제1 기판의 표면은 상

기 액정의 반대측에 위치함 - 에 편광기를 부착하는 단계

를 더 포함하고,

상기 지지 기판은 상기 제2 기판상에 상기 투명 전극을 형성하는 단계 이전에, 상기 제2 기판의 표면 - 상기 제2 기판

의 표면은 상기 투명 전극의 반대측에 위치함 - 에 미리 부착되는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 디바이스 제조

방법.

청구항 3.
제1항에 있어서,

상기 대향 기판은 플라스틱 기판으로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 디바이스 제조 방법.

청구항 4.
제2항에 있어서,
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상기 패널 유닛을 구성하는 상기 제1 및 제2 기판 중에서 적어도 상기 제1 기판의 표면 - 적어도 상기 제1 기판의 표

면은 상기 액정의 반대측에 위치함 - 에 편광기를 부착하는 단계에서, 상기 액정의 반대측에 위치하는 상기 제2 기판

의 표면에 또 다른 편광기가 부착되는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 디바이스 제조 방법.

청구항 5.
제2항에 있어서,

상기 편광기는, 상기 패널 유닛을 구성하는 상기 제1 및 제2 기판 중에서 적어도 상기 제1 기판의 표면에 편광기를 부

착하는 상기 단계에서 상기 제1 기판의 표면- 적어도 상기 제1 기판의 표면은 상기 액정의 반대측에 위치함 - 에만 

부착되고, 상기 제2 기판은 편광기 겸용 플라스틱 기판(polarizer-cum-plastic substrate)으로 형성되는 것을 특징

으로 하는 액정 디스플레이 디바이스 제조 방법.

청구항 6.
제2항에 있어서, 상기 지지 기판은 유리 기판으로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 디바이스 제조 방법.

도면

도면1
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도면2
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도면3
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도면4



专利名称(译) 液晶显示装置的制造方法

公开(公告)号 KR100452664B1 公开(公告)日 2004-10-14

申请号 KR1020020031125 申请日 2002-06-03

[标]申请(专利权)人(译) NEC液晶技术株式会社

申请(专利权)人(译) 日元号技术可否让这个夏

当前申请(专利权)人(译) 日元号技术可否让这个夏

[标]发明人 YAMAMOTO YUJI

发明人 YAMAMOTO,YUJI

IPC分类号 G02F1/1333 H01L27/12 H01L21/84 H01L21/336 H01L21/77 H01L29/786

CPC分类号 H01L27/1266 G02F2001/13415 H01L27/1214 G02F1/133305 H01L27/12 G02F1/133351

代理人(译) CHANG, SOO KIL

优先权 2001168009 2001-06-04 JP

其他公开文献 KR1020020092817A

外部链接 Espacenet

摘要(译)
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